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Ein Name. Ein Anspruch. Becker & Müller steht für 
Leiterplatten – High Quality, High Speed und High Flexibility. 
Seit 37 Jahren spezialisieren wir uns auf den Bereich 
Prototyping sowie Kleinserien & Muster. Profitieren Sie von 
unserem Know-How, unserem stets modernen Maschinen- 
und Anlagenpark und unserem qualifizierten Team.  
Die gemeinsame Entwicklung zusammen mit unseren Kunden 
und deren Anforderungen sind unsere Innovationstreiber und 
Optimierer. Das und eine reine Eigenfertigung sind die Basis 
von Qualität und Präzision – Made in Germany.

Der schnellste Weg zur perfekten Leiterplatte geht über 
unseren PCB EXPRESS-SERVICE. Wir freuen uns auf Sie!

Tel.: +49 (0)7832 9180-0 
Mail: brief@becker-mueller.de 
Web: www.becker-mueller.de


